X-ISINI DIFRAKTOMETRE CIHAZI TEKNIiK SARTNAMESI

1.X ISINI DIFRAKSIYON CIHAZI

X-Isin1 difraktometre sistemi, toz ve bulk numunelerde kalitatif, tam kantitatif ve Rietveld
analizlerini yapabilmeli, ince filmlerde paralel 151n, Grazing incidence, Reflektivite, stress(atik
gerilim) ve texture(pole figlire) analizlerine uygun optik ve donanimlara sahip olmalidir.
Sisteme eklenebilecek donanim ve yazilimlarla, disiik sicaklik, yiiksek sicaklik,
mikrodifraksiyon 6l¢timleri, SAXS ve WAXS analizleri, analizlerini yapabilmelidir.

1.1 Cihaz tretici firmanm en son ¢ikarmis oldugu en yeni ve {iist versiyon dikey
gonyometreli bir XRD sistemi olmalidir. Ilgili model, firmanin termin siiresi sonunu takip
eden 1 yil igerisinde piyasadan ¢ekmeyi planladigi bir model olmamalidir.

1.2 Takilan donanim, aksesuar, modiil vb. diizenlemeleri kullanici tarafindan
yapilabilmelidir. Yapilan diizenlemeler sonras: herhangi bir kalibrasyon gerektirmemeli
veya bu kalibrasyon islemleri servis ihtiyaci olmaksizin cihaz tarafindan otomatik olarak
yapilabilmelidir. Eger bu islem servis miidahalesi gerekiyor ise saglayici firma licretsiz
servis destegi saglamalidir.

1.3 Cihaz ve tiim Unitelerinin elektrik aksami monofaze yapidaki yerel sebeke sistemine
uyumlu olmalidir.

1.4 Cihaza eklenen tiim parcalar ilave edildikten sonra herhangi bir ayara gerek olmadan
direkt olarak ¢alistirilabilmeli ve analize baslanabilmelidir. Higbir sekilde tekrar dogrusallik
ayar: (alignment) vb. gerekmemelidir veya saglayici firmalar tiim bu ayarlari otomatik
olarak yapabilen sistemlerini énermelidir. Eger herhangi bir parca ilavesi/degisimi sonrasi
mevzu bahis ayarlardan herhangi birinin yapilmasi gerekli ise saglayici ve tiretici firma
ayarlarin kullanici tarafindan yapilip yapilmadigina bakmaksizin bu ayarlari yapmak igin
licretsiz servis destegi saglayacagini taahhiit etmelidir.

1.5 Saglanacak cihazda tiim agisal alandaki her pik pozisyonunun <+0.02° dogrulukta
oldugu garanti edilmelidir. Bu garanti {retici firma tarafindan verilmelidir, teslimat
esnasinda bu pozisyonlarin tamami saglayici firma tarafindan temin edilecek referans
numuneleri ile ardisik 6lglimler yapilarak kontrol edildikten sonra cihaz kabulii yapilacaktir.
Bu standart referans numunelerden ilerleyen siireglerde yapilacak dogrusallik testlerinde
kullanilmak iizere en az 1’er adet yedek verilmelidir.

1.6 Cihazla birlikte cihazin tiim mod, aksam ve/veya linitelerinin ¢alismasi i¢in gerekli tiim
donanim (bilgisayar, sogutma iinitesi vb.) ve yazilim programlar saglanmalidir. Cihaz ile
verilecek bilgisayarin ve var ise diger ekipmanlarin konumlanmasi igin gerekli masa, dolap
vb. ekipmanlar cihaz ile beraber verilmelidir.



2. X ISIN TUPU

2.1 X-151m1 Tiipli en az 1.8 kW giiciinde Long Fine Focus Tipte ve Cu anotlu olmalidir ve hem
Cizgi odakli (line focus) hem nokta odakli odakli (Point focus) tipte ¢alistirilabilmelidir. Tiip
ile birlikte 1 adet nikel beta filtre saglanmalidir.

2.2 X-1g1m1 tiipiiniin odag: ¢izgi odaklamadan nokta odaklamaya gegilirken kablolarin sokiiliip
takilmasina gerek olmamali ve islem kolaylikla yapilabilmelidir.

2.3.Cihaz siparisi kapsamina filtreleriyle birlikte 1 adet yedek tiip de dahil edilmelidir. Bu tiip
cihaz ile birlikte verilmemeli, ihtiyag duyuldugunda en yeni tretim tarihli tlipiin verilecegi
firma tarafindan taahhiit edilmelidir. Firma bu tiipii idarece ihtiya¢ duyuldugunda {icretsiz
yerinde servis ve/veya licretsiz yerinde uygulama destegi vererek cihaza yiikleyecegini
taahhiit etmelidir.

3. ISIN JENERATORU

3.1 Jenerator en az 3 kW giiciinde yiiksek diizenlilikte galisabilecek dizayna sahip olmal1 ve
X-151n tiplinin maksimum akim, voltaj ve gii¢ ayarlamalar1 i¢in gerekli parametreler yazilim
tarafindan kontrol edilebilmeli,

3.2 Sistemin c¢alismasinda o6nemli olan istenilen/gergeklestirilen deger karsilastirmasi,
sogutma suyu sicakligi, akis hizi, 1sitma akimi ve X-1s1n1 glivenlik devreleri gibi parametreler
suirekli olarak kontrol edilmeli,

3.3 Yiiksek voltaj 20 -60 kV arasinda en az 1 kV’lik adimlarla ayarlanabilmeli,
3.4 Akim 2-50 mA arasinda en az 1 mA lik adimlarla ayarlanabilmeli,

3.5 Kararlilik %10 giris voltaji degisimlerinde % 0.01 veya daha iyi olmali,
3.6 Jenerator voltaj dalgalanmalarina karst korumali olmalidir.

3.7 Diisiik veya yiiksek voltaj veya su kesintisine kargi X-Isin jeneratoriinii korumak i¢in
giivenlik (fail-safe release) {initesi olmali ve glivenli kullanim i¢in tasarlanmis olmalidir.

3.8 X-151mu tiipii sogutma sistemi harici olmalidir, cihaza gémtilii olmamalidir.

3.9 Cihaz, Avrupa radyasyon, elektrik ve mekanik giivenlik standartlarina tamamen uygun
olmahdir.

3.10 X-Ism tipilini sogutmak i¢in sisteme yeterli debili ve hava sogutmali kapali devre su
sistemi (chiller) verilmelidir. Bu sogutma sisteminde kullanilacak sogutucu karigimi (chiller
coolant mix) veya benzeri sivilar yeterli miktarda sistem ile beraber verilmelidir. Sogutma
sisteminde su veya saf su kullanilmalidir.
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4. GONYOMETRE

4.1 Gonyometre, ©-O konumunda dikey (Vertical) diizlemleri kontrol edebilmelidir.
4.2 Gonyometre gap1 en az 480 mm veya daha biiyiik olmalidir.

4.3 26 i¢in tarama a¢1 aralig1 -10° ile +160° veya daha genis olmalidir.

4.4 Goniyometrenin hareketleri adimli motorlar ile saglanmali ve en kiiglik adim biiytklugt
0.0001° veya daha iyi olmalidir. Theta-2Theta modunda minimum adim 0.0002°’dir

4.5 Agisal tekrarlanabilirligi en az +/- 0.01° olmalidir.

4.6 Sistem gerekli tiim hizalama (aligment) aksesuarlarini icermelidir. (incident yiikseklik,
yarik (silit) setleri,-bilgisayar kontrollii motorlu-incident, receiving ve anti-scatter yarik (slit)
sistemlerini verilecek tiim dedektorler i¢in ihtiva etmelidir.

4.7 Cihaz sistemine takilabilen tim slitler, paralel 1s1n optikleri, numune platformlart ve tim
aksesuarlar sistem tarafindan otomatik olarak algilanmali, tim kalibrasyon ve calisma
sartlarin1 otomatik olarak se¢meli ve kullaniciyr yonlendirmelidir. Cihaza yanlig aksesuar
takilmasi durumunda, kullaniciyr uyarma sistemi mevcut degil ise cihaz yazilimi iizerinden
otomatik degistirilebilen optik modiilleri cihaz ile birlikte verilmelidir.

5.DEDEKTOR

5.1 Sistemle birlikte, noktasal (0D) ve c¢izgisel (1D) modlarda ¢alisabilen hizli dedektor
verilmelidir. Dedektor asagida yer alan tiim 6zellikleri ihtiva etmelidir. Herhangi bir gaz akisi,
sogutma suyu veya sivi azota ihtiya¢ duymayan, strip tabanli tabanl bir dedektor verilmelidir.

o  Dedektér en az, 196 mm? aktif alana sahip olmalidir.

e Dedektdr, mod gegisi sirasinda (0D,1D) sokiiliip takilmasina gerek duyulmamali,
bilgisayar kontrolu ile bu islem gergeklestirilmedir.

e  Her bir kanalin genisligi en fazla 75 mikrometre veya daha kii¢lik olmalidir.

e Her bir kanalin sayim degeri en az 1x107 cps veya daha iyi olmalidir.

5.2 Firmalarin teklif edecegi Dedektor; Fe, Co, ... gibi Floresans etkiye sahip numunelerde bu
etkiyi azaltacak XRF baskilama moduna sahip olmalidir.

5.3 Dedektor ile birlikte sagilimlar: dnleyecek 151n bigagi verilmelidir.

5.4 Detektorii doyuma ulagtiracak yiikseklikteki X-igmnlarini azaltmak igin (reflektivite
analizleri i¢in) tamamen bilgisayar kontrollli, otomatik olarak devreye giren bir motorize
151n zayiflatict olmalidir.

5.5 Dedektor igin gerekli tiim aksam, avadanlik, aksesuar ve donanimlar dedektor ile beraber
verilmelidir.
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6. X-ISIN OPTIKLERI VE AKSESUARLAR

6.1 Sistem, hem gelen 1sin, hem de yansiyan 15in tarafinda bilgisayar kontrolli
programlanabilir slit diizeneklerine sahip olmalidir.

6.2 Cihaz ile birlikte; faz analizi, XRR, Phase ID, amorf/diizensiz numune analizi, rocking
curve ve transmisyon analizlerini gergeklestirebilecek, toz, bulk ve farkli kalinliktaki ince
film numunelere uygun optik modiil saglanmalidir.

6.3 Dedektor Oniine yerlestirilecek optik modiil; programlanabilir anti-scatter slit, soller slit,
paralel plate kolimatdr ve equatorial slit (paralel kolimator) sistemi ile motorize alic1 ve
motorize anti-scatter slit diizenegini igermelidir.

6.4 Yiizeyi piriizli veya engebeli bulk numunelerde faz analizinde en yiiksek hassasiyeti
saglamak amaciyla ¢apraz yarikli kolimatdr (cross slit collimator) veya esdeger 6zellikte
optik sistem cihazla birlikte verilmelidir

6.5 Sistem, Bragg-Brentano geometride c¢alisma yapmaya imkan saglayan diizenekleri ve
parabolik ¢ok katmanli ayna diizenegi ile paralel 15in analizlerini yapabilmelidir. Bragg-
Brentano ve paralel 15in gegislerinde ayna diizeneginin sokiiliip takilmasina gerek
duymamalidir. Tiim firmalar gecis sirasimnda herhangi bir sokiip takma iglemine ihtiyag
duymayan optik sistemlerini teklif etmelidir. Eger firmanin bu sekilde ¢alisan optik
sistemi bulunmuyorsa islemi gergeklestirecek optikleri ayr1 ayr1 da verebilir.(Hem parelel
X-Isini aynasi, Hem otomatik slit gibi). Verilen parelel beam mirror igerisindeki ayna
otomatik olarak yazilim tarafindan ayarlanabilir(auto alignment) 6zelligi bulunmalidir.

6.6 Sistemde 100-300 nm kalinlikli ince filmlerin reflektometre analizlerini yapabilmek igin
sisteme parelel beam mirror optigi ile beraber kullanilmak {izere Ge(220) 2 sekme
monokromatdr sistemi verilmelidir. Parabolik ayna ve monokramotor birlikte
kullanilabilmelidir.

6.7 Cihaz, 0-10° (20) araliginda diistik agili XRD o6l¢iimlerini ytliksek sinyal-giiriilti orani ile
gerceklestirebilmelidir. Bu amagla, gerekirse uyumlu. knife-edge/beam-stop aksesuari
veya cihaz tasarimina entegre optik ¢oziimler saglanmali; tedarikgi, diisiik acili 6lgtim
performansini kurulum sirasinda referans numune ile dogrulamali, referans numuneden 1
adet yedek olarak birakilmalidir. Aksesuar, mevcut gonyometre ve dedektor sistemiyle
uyumlu, tungsten veya esdegeri diisiik floresansli malzemeden iiretilmis, ince kenarl,
motorize ayarlanabilir konumlama mekanizmasina sahip, dogrudan i1sin siddetini en az
%90 oraninda bastirabilen bir yapida olmali; gerekli montaj adaptorleri, kontrol yazilimi
ve entegrasyonu ile beraber tedarik edilmelidir.

6.8 Numunenin yiikseklik ayarmin yapilabilmesi i¢in Z ekseninde sifir konumundan -10 mm
ile +2 mm arasinda ya da daha fazla, en fazla 0,0005 mm’lik adimlar ile hareket edebilen
otomatik bir numune platformu verilmelidir.

6.9 Yansuma geometrisinde kullanilan, toz difraksiyonu, ince film numunelerinin analizi ve
reflektometri, pole figiire ve stres analizlerinin tamamini gergeklestirebilecek ¢ok amacli
bir Eulerian besik tipinde numune platformu cihaz ile birlikte verilmelidir. Bu numune
platformu Chi,Phi otomatik hareket etme ve numuneyi kendi etrafinda siirsiz déndiirme
kabiliyetine sahip olmalidir. Chi yoniinde en az -5° ile 95° derece araliklarinda minimum
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0.002° adim aralig1 ile hareket edebilmelidir. Phi yoniinde +360° dénebilmeli ve bu iglemi
minimum 0.005° derecelik adimlar ile gerceklestirebilmelidir. Numuneyi doéndiirme hizi
en az 0.1 ile 1800°/dk araliginda ayarlanabilir olmalidir. Uzerine en az 100mm gapli ve
8mm kalinliga sahip numuneler yerlestirilebilir olmalidir.

6.10 Cihaza ileride 2D dedektor ilavesi mumkin olmalidir.

6.11 Ileride yapilabilecek noktasal analiz, 2D galigmalari igin ve yiiksek ¢oziiniirliiklii stress
ve pole figiire analizleri i¢in; kaynaktan ¢ikan 1gmin intensitesini kaybetmeden, dogrudan
numunenin iizerine en fazla 50 mikron ¢apinda yonlendirebilecek poli-capiler optik ve
kombine kollimatorler istendiginde cihaza eklenebilir olmalidir.

6.12 Paralel 151 ¢aligmalari i¢in en az 2 adet (yliksek ve orta ¢oziiniirliik igin) paralel plate
kolimatdr verilmelidir.

6.13 Cihaza ileride en az 45 numune kapasiteli robotik kollu otomatik numune yiikleyici
ilave edilebilir olmalidir.

6.14 Cihaz ile bilikte en az 10 numune kapasiteli otomatik numune sistemi eklenmeli. Ve
bu 10 numune ayr1 ayr1 programlanarak otomatik olarak analizleri istenilen
parametrelerde yapilabilmelidir.

6.15 Cihaz ile birlikte 2.5° lik veya muadili soller slitler verilmelidir.

6.16 Cihaz ile birlikte ¢ok az miktarda numunenin analizlerinde kullanilacak olan en az 2
adet tek kristal silikon zero background sample holder verilmelidir.

6.17 Cihaz ile birlikte en az 6 numune alabilen hizi ayarlanabilir numune déndiirme
imkanli, bilgisayar kontrollii otomatik numune degistirme sistemi ve toz numune
tutuculari ile birlikte verilmelidir.

6.18 Cihazla birlikte transmission modunda g¢alismak i¢in en az 6 adet transmission
numune tutucusu, atagmanlart ve kapton / mylar film verilmelidir.

6.19 Sistemle birlikte otomatik numune degistiricide kullanilabilecek metal numune
tutuculardan en az 12 adet verilmelidir.

6.20  Sistemin ¢alismasi i¢in gerekli olan hava sogutmali kapali devre su sogutma sistemi
(chiller) sistem ile birlikte verilmelidir.

6.21 Cihaz ile birlikte, bulk numunelerin stage ilizerine direk konulmasini saglayan en az 4
inch biiyiikliglinde, Z stage ile bir biitiin olarak ¢alisabilecek uygun 6zellikte numune
tablas verilmelidir.

6.22 Cihazla birlikte gerekli ise herhangi bir dogrulama, kalibrasyon vb. amaglarla
kullanilacak referans malzemeler ayr1 ayr1 verilmelidir.
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7.YAZILIM VE BILGISAYAR

7.1 Sistem ile birlikte, difraktometrenin kalibrasyonu, o0l¢iim elektroniklerin grafiksel
ayarlanmasi, analiz edilen numunenin gergek zamanli difraksiyon elemanlarimin
izlenmesi, gelismis ve basit 6l¢lim programlarinin yaratilmas: ve kullanilmasi, verilerin
aninda izlenmesi, goniyometrenin ve numune tutucunun pozisyonlarinin aninda izlenmesi,
tim kalibrasyon islemlerinin otomatik olarak yapilmasi, ¢aligma sartlarinin optimize
edilmesi gibi ozelliklere sahip temel kullanim programi ve sistem kontrolu ve bilgi
degerlendirme yazilimlarimin galigacagi gelismis bilgisayar ve renkli yazici verilecektir.
Yazilimdan segilecek &lglim programina gore sistem lizerinde takili tiim aksesuarlari
kontrol edip yanlis takilan optikler veya aksesuarlar i¢in uyar1 verip, uygulama i¢in gerekli
optiklerin neler oldugu konusunda uyar: vermelidir. Cihaza yanlis aksesuar takilmasi
durumunda, kullaniciy1 uyarma sistemi mevcut degil ise cihaz yazilimi iizerinden kontrol
edilen optik modiilleri cihaz ile birlikte verilmelidir.

7.2 Sistem ile birlikte verilen degerlendirilmesi igin tepe (peak) taramasi yapabilme, d/1
degerleri yaratma, veri diizeltme (yuvarlama), Ka2 diizeltmesi yapma 20 ofset ve numune
kayma diizeltmesi yapma, birden fazla Ol¢limii ayn: anda gosterme, hatali verileri
diizeltme, ¢izgi pozisyonu, peak merkezi, entegrasyon alani ve yart genislik gibi profil
parametrelerini hesaplama, taramalar1 toplama ve ¢ikartma, 3 boyutlu sunum yapma,
undo/redo yapabilme, toz difraksiyon verileri ile beraber kullanildiginda PDF stick
parametrelerinin gosterimi, grafiksel yar1 miktarsal faz analizi, desenlerin (pattern) hkl
indislerinin gosterimi ve latis parametrelerinin grafiksel ayarlanmasi, aktif is hakkinda
detayli bilgi gorlintiilenmesi, aktif ve siradaki islerin goriintiilenmesi, silinmesi, sira
degisimi ozelliklerine sahip bir yazilim verilmelidir.

7.3 Sistem ile birlikte Kalitatif, Kantitatif ve Rietveld analiz yazilimlar1 verilmelidir. Sistem
ile birlikte verilecek kiitliphane COD database olmali, bu veri tabani en giincel haliyle
firma veya iiretici tarafindan sisteme kurulmalidir.

7.4 Cihaz ile birlikte verilen ince film degerlendirme yazilimi, modern nanokatman yapilarin
yapisal ve kristalografik parametrelerinin ayrintili analizi i¢in tasarlanmis olacaktir. Grafik
kullanici ara ylizli deneysel veri, x-151n1 sagilmasi isleminin simtilasyonu ve bir 6rnek
numune modeli kullanarak otomatik fit simiilasyonuna uygun g¢alisabilmesi i¢in dizayn
edilmis olacaktir. Bir boyutlu veri setlerinin degerlendirilmesinde, dl¢tilen ve simiilasyonu
yapilan verileri gosterebilecek ve karsilagtirabilecektir. Tepelerin tam genislik yar1
maksimumlarini ve yogunlugunu, pozisyon saptamalarini, yansimalari otomatik ve
interaktif arastirabilecektir. Orgii normal ve yanal uyumsuzluklari (lateral mismatch),
kimyasal bilesimi, katman kalinligi, veri diizeltmeleri, hizli Fourier transformasyon
degerlendirmesi  gibi  Sallantt Egrisi (Rocking Curve) ve HRXRD d&lgiim
degerlendirmelerini yapabilecektir. Bir boyutlu veri setlerinin degerlendirilmesinde,
6l¢lilen ve simiilasyonu yapilan verileri gosterebilecek ve karsilastirabilecektir. Tepelerin
tam genislik yar1t maksimumlarini ve yogunlugunu, pozisyon saptamalarini, yansimalari
otomatik ve interaktif arastirabilecektir. Orgii normal ve yanal uyumsuzluklar: (lateral
mismatch), kimyasal bilesimi, katman kalinhigi, veri diizeltmeleri, hizli Fourier
transformasyon degerlendirmesi gibi Sallant1 Egrisi (Rocking Curve) ve HRXRD 6lgiim
degerlendirmelerini yapabilecektir.

7.5 Cihaz ile birlikte X-151m1 reflektivite (XRR) analizi yaplabilmelidir. XRR analizleri i¢in
gerekli donannim ve yazilim sistem ile birlikte teslim edilmelidir.

N



7.6 Sistemle birlikte % kristalinite, kristal boyutu, kafes gerinimi ve kafes parametreleri
belirleme analiz yazilimlari verilmelidir.

7.7 Sistem ile birlikte stres ve pole figiire analizlerini ve tiim hesaplamalarini yapabilecek
yazilim verilmelidir.

7.8 Verilen tiim yazilimlar teklif edilen cihazin kendi orijinal yazilimlari olmalidir. Higbir
sekilde digaridan temin edilen harici bir firmaya ait yazilim kabul edilemeyecektir.

7.9 Sistemle birlikte uygun 6zellikte bilgisayar verilmelidir.

7.10 Cihaz ile birlikte 5 adet network disi kullanilabilir ve 5 adet network iizerinden
kullanilabilir toplam 10 adet lisans verilmelidir.

7.11 Tim lisanslama iglemleri ve gerekli kayitlarda “cankam@karatekin.edu.tr” mail adresi
kullanilmali ve ilgili sifreler veya girig bilgileri teslimat asamasinda bir dokiiman ile yazilt
olarak teslim edilmelidir.

8. TESLIMAT, EGITIM VE KURULUM

8.1 Sistemle birlikte 1D 6l¢iim sonuglarimi ve 0D 6l¢tim sonuglarini yorumlayabilecek yazilim
verilmelidir. Bu yazilim en az aymi anda aga baghi 10 kullanici tarafindan kullanilabilir

olmahdir.

8.2 Sistem ile 2D dedektor veriliyor ise bu dedektoriin elde ettigi sonuglar1 yorumlayabilecek
ve sonuglart 1D sonuglara doniistiirebilecek yazilim verilmelidir. Bu yazilim en az ayni anda
aga bagh 10 kullanici tarafindan kullanilabilir olmalidir.

8.3 Cihaz CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITESI ULUYAZI KAMPUSU MERKEZI
ARASTIRMA LABORATUVARI CANKIRI/MERKEZ adresine teslim edilecek ve idare
tarafindan gosterilen laboratuvara kurulacaktir. Cihazin nakliyesinden ve nakliye kaynakl
tiim sorunlardan kaynaklanacak zararlardan firma sorumludur.

8.4 Cihaz tamamuiyla korunaklr sekilde kapali kutu ile teslim edilmelidir. Cihaz ve diger tiim
bilesenleri sifir ve yeni tarihli liretim olmali, ireticinin analitik dogrulama testleri
haricinde daha Once herhangi bir sebeple kullanilmamis olmali, outlet, yenilenmis
(refurbished) veya DOA (defect/dead-on-arrival) olmamali, teshir veya demo vb.
sekillerde sergilenmemis olmalidir. Cihaz yasal siireler igerisinde idare tarafindan
istendigi zaman yetkili servisi tarafindan kurulmalidir. Teslimattan kuruluma kadarki
stiregte cihaz veya herhangi bir bileseni DOA olur ise saglayici veya liretici cihazi licretsiz
olarak degistirmekle tam yiikiimliidiir.

8.5 Kurulum yeri i¢in gerekli site preparation islemleri i¢in firma en az iki kez tam techizatl
onkesif/kesif yapmali ve gerekli bir altyapi hazirlik islemi var ise bunu idareye yazili olarak
bildirmelidir. S6zlii bildirimler kabul edilemeyecek olup idare bu konuda sorumluluk kabul

etmeyecektir.



8.6 Cihazin kurulumu {iretici firmanin tesislerinde egitim gérmiis uzman personel tarafindan
belirtilen ilgili kurulum adresinde yapilmali ve cihaz fabrika testleri yapilarak calisir

vaziyette teslim edilmelidir.

8.7 Cihazi satan temsilci firmanmn XRD konusunda yetismis uzman personeli tarafindan
cihazin kullanim, bakim, temel servis ve uygulama egitimi 5 is giinii olarak verilmelidir.
Egitimler sertifikali personel veya flretici firmanin aplikasyon uzmani tarafindan
verilmelidir ve yorumlama yapmaya yonelik olmalidir. Eger herhangi bir egitim satici
veya distribiitor tarafindan verilemiyor ise ilgili taraf, idare tarafindan belirlenecek heyetin
tiretici tarafindan cihaz basinda veya liretici sirket merkezinde egitim almasini
saglamalidir. Tiim durumlarda egitimlerin tiim masraflar satici, distribiitor, firma veya
tiretici tarafindan karsilanmalidir.

8.8 Egitime katilan kisilere egitim igerigi ile iiretici veya distribiitr onayl ilgili sertifika
verilmelidir.

8.9 Egitimlerde video kaydi alinmasima izin verilmelidir. Egitimler i¢in gerekli standart
numuneler firma tarafindan {icretsiz saglanmalidir. Egitimlerde kullanilacak sarflar firma
tarafindan licretsiz saglanmali veya harcanan sarf stoklar1 firma tarafindan tcretsiz

yenilenmelidir.

8.10 Cihaz kullamimi ve bakimi ile ilgili satici, distriblitor veya tretici tarafinda
hazirlanmig videolar var ise bu videolar idareye verilmeli veya erisim imkani
saglanmalidir.

8.11 Cihaz ile beraber verilecek su sogutma sisteminin ve varsa gaz ve vakum
sistemlerinin tiim tesisati firma tarafindan yapilmalidir.

8.12  Cihaz ile beraber verilen, verilmesi gereken veya verilecek tiim ekipman, avadanlik,
donanim, yedek parga, is pargasi, standart, tagima ekipmani/cantasi/kutusu vb. malzeme
ve ekipmanlar idareye birakilmalidir.

9.GARANTI ve SERVIS

9.1 Cihaz ve tiim Uniteleri (tiip, gonyometre, dedektor, optik bilesenler, numune tutucular v.b
ile biitlin bunlar i¢in verilecek diger donanim, aksesuar, yedek parga v.b) i¢in iscilik ve servis
dahil garanti siiresi cihazin kesin kabuliinden sonra en az 3 yil olmalidir. Cihaz ve tiim
linitelerin montaji licretsiz yapilmali ve cihazin tiim linitelerinin tam, eksiksiz ¢aligir vaziyette
teslim edilmesinden sonra, cihaz ve tiim iinitelerinde kaynaklanacak her tiirlii problem igin,
gerekli yedek parga ve iscilik ticreti 6denmeksizin en kisa slirede gerekli tamir ve bakim

yapilmalidir.

9.2 Garanti siiresi bitiminden sonraki 7 yil siire ile iicreti mukabilinde servis, aplikasyon
hizmeti ve yedek parga temin garantisi verilmelidir.

9.3 Firmalar X-Isin1 tiipleri ve temel kullanilan yedek pargalarin teminiyle ilgili olarak gerekli
olabilecek pargalar1 yazili siparisi takiben en ge¢ 90 is giinii i¢inde yiikletecekleri yoniinde
taahhiit vermelidir.

9.4 Cihazin CE belgesi olmalidir.



9.5 Firmanin satig sonrasi hizmet yeterlilik belgesi olmalidir.

9.6 Cihazda herhangi bir ariza oldugunda, firmaya bildirildigi saatten itibaren 48 saat i¢inde
firmanin yetkili teknik servisi arizay1 gidermek lizere miidahale etmelidir. Ariza giderimi
maksimum 15 (on bes) giinii gegmemelidir. Parga gerektigi durumlarda ise yurt dist
stoklarina bagli olarak 60 is giinii igerisinde ariza giderilmelidir.

9.7 Tim sistem pargalari kullanilmamis (yeni) olmalidir. Sistemlerin imalinde kullanilmis
veya yenilenmis (refurbished) par¢alarin kullanilmasi kabul edilemez.

9.8 Firma 3 yil boyunca cihazin pargali bakimlarini yilda en az bir kez olacak sekilde {icretsiz
yapmalidir.

9.9 Gerektigi durumda firma ¢evrimici destek saglayabilecegini taahhiit etmelidir.
9.10 Firma aplikasyon destegi verebilecek kapasitede oldugunu taahhiit etmelidir.

9.11 Satict ve/veya distribiitdr firmanin herhangi bir nedenle devre dig1 kalmasi durumunda
ilgili garantilerin iretici tarafindan saglanacagi iiretici firmanin onayladig1 yazili belge ile
taahhiit edilmelidir.

10.DIGER SARTLAR

10.1 Sistem ile birlikte kullanilan tiim yazilimlarin orijinal CD’leri ve lisans sertifikalari
verilmelidir.

10.2 Gerekli bakim ve tamir (avadanlik) seti verilmelidir.

10.3 Cihaza ve kullanilan programlara ait kullanim kilavuzlari ve SOP (standart kullanim —
bakim talimati/prosediirii) dokiimanlar1 Tiirk¢e ve/veya Ingilizce olarak verilmelidir.

10.4 Teknik sartnamenin tiim maddelerine “EVET-HAYIR” seklinde degil ayrintili olarak
cevap verilmeli, teknik sartnamede belirtilen tiim maddeler orijinal katalog, belge veya
resimler tizerinde gosterilmeli, taahhiitler agikca, herhangi bir siiphe ve ¢ekinceye neden
olusturmayacak sekilde verilmelidir.

10.5 Cihaz i¢in i bu sartnamede belirtilen tiim teknik opsiyonlar cihaz tretici firmanin
resmi web sitesinde ilan edilmis olmali veya resmi web sitesinde ilan edilmis standart
brostirler tizerinden gosterilmeli ve benzer standart iirlinlerin yurti¢inde veya yurt disinda
satildigina dair referanslar verilmelidir.



mza
Prof. Dr. Olcay GENCYILMAZ
Bagkan

v

Prof. Dr” Veyis KARAKOC Dog. Dr. Ha}_luk KORUCU
ye Uye
o
imza

Ogr. Gor. Dr. Ibrahim FILAZI
Uye



